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【57】申請專利範圍
1.　一種用於半導體缺陷影像索引和檢索的建模的方法，包括以下步驟：
在一資料儲存裝置中儲存複數個特徵向量，該複數個特徵向量表示對應於各種基板處理

缺陷的先前處理的影像視框；

由一處理裝置接收第一影像資料，該第一影像資料包含指示一第一基板處理缺陷的一或

多個影像視框；

由該處理裝置確定對應於該第一影像資料的一第一特徵向量；

由該處理裝置基於在該第一特徵向量與該複數個特徵向量的一選擇的每一者之間的一接

近度來確定該複數個特徵向量的該選擇；

由該處理裝置確定與該第一影像資料不同的第二影像資料，該第二影像資料包含來自該

資料儲存裝置且對應於與該複數個特徵向量的該選擇相關的嵌入資料的一或多個先前處

理的影像視框，其中該第二影像資料指示與該第一基板處理缺陷相符的一或多個額外基

板處理缺陷；以及

由該處理裝置基於確定該第二影像資料來執行一動作，其中該動作包含基於將該第一影

像資料與該第二影像資料進行比較來識別該第一基板處理缺陷。

2.　如請求項 1所述之方法，進一步包括以下步驟：
由該處理裝置基於該第二影像資料辨識該第一基板處理缺陷，其中該動作進一步基於該

第一基板處理缺陷的一標識。

3.　如請求項 2所述之方法，進一步包括以下步驟：
由該處理裝置辨識與該第一基板處理缺陷相關聯的一製造製程的一異常實例；以及

由該處理裝置導致基於該異常實例執行與製造處理設備相關聯的一校正動作。

4.　如請求項 1所述之方法，進一步包括以下步驟：
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由該處理裝置準備該第二影像資料的一或多個影像，以用於在一圖形使用者介面(GUI)上
呈現。

5.　如請求項 1所述之方法，進一步包括以下步驟：
由該處理裝置接收該第一影像資料的一第一影像視框的一第一選擇；以及

由該處理裝置藉由基於該第一選擇裁剪該第一影像視框的一區域來產生一第二影像視

框，其中該第一特徵向量是使用該第二影像視框確定的。

6.　如請求項 1所述之方法，進一步包括以下步驟：
由該處理裝置接收該第一影像資料的一第一影像視框的一第一選擇；以及

由該處理裝置藉由基於該第一選擇遮蔽該第一影像視框的一區域來產生一第二影像視

框，其中該第一特徵向量使用該第二影像視框來確定。

7.　如請求項 1所述之方法，進一步包括以下步驟：
由該處理裝置從該第一影像資料的一第一影像視框提取文本的一選擇；

由該處理裝置確定與該第一影像視框相關聯的一影像縮放因數；以及

由該處理裝置基於該影像縮放因數來確定與該第一基板處理缺陷相關聯的一大小；其中

該複數個特徵向量的該選擇進一步使用該大小來確定。

8.　如請求項 1所述之方法，進一步包括以下步驟：
由該處理裝置將該第一影像資料的一第一影像視框分為對應於該第一影像視框的一影像

補丁集合；

由該處理裝置確定對應於該影像補丁集合的每個影像補丁的一內容的一線性嵌入集合；

以及

由該處理裝置確定對應於該影像補丁集合的該等影像補丁的每一者的一相對位置的一位

置嵌入集合，其中該第一特徵向量基於該線性嵌入集合及該位置嵌入集合來確定。

9.　一種用於半導體缺陷影像索引和檢索的建模的方法，包括以下步驟：
由一處理裝置接收指示一基板處理缺陷的一第一影像視框；

由該處理裝置藉由裁剪該第一影像視框的一第一區域來產生一第二影像視框；

由該處理裝置藉由裁剪該第一影像視框的一第二區域來產生一第三影像視框，其中該第

一區域包含該第二區域；

使用該第二影像視框作為一第一機器學習(ML)模型的輸入；
獲得該第一ML模型的一或多個輸出，該一或多個輸出指示對應於該第二影像視框的一
第一特徵向量；

使用該第三影像視框作為一第二ML模型的輸入；
獲得該第二ML模型的一或多個輸出，該一或多個輸出指示對應於該第三影像視框的一
第二特徵向量；以及

基於在該第一ML模型的該一或多個輸出與該第二ML模型的該一或多個輸出之間的一
比較來更新該第一ML模型或該第二ML模型中的至少一者的一或多個參數。

10.   如請求項 9所述之方法，其中：
該第一ML模型的該一或多個輸出進一步指示與該第一特徵向量相關聯的一置信位準；
以及

該第二ML模型的該一或多個輸出進一步指示與該第二特徵向量相關聯的一置信位準。
11.   如請求項 9所述之方法，進一步包括以下步驟：

使用該第一ML模型將該第二影像視框分為對應於該第二影像視框的一影像補丁集合；
使用該第一ML模型確定對應於該影像補丁集合的每個影像補丁的一內容的一線性嵌入
集合；

(2)
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使用該第一ML模型確定各自對應於該影像補丁集合的一對應影像補丁的一位置的一位
置嵌入集合，其中該第一特徵向量基於該線性嵌入集合及該位置嵌入集合來確定。

12.   如請求項 9所述之方法，其中：
該第一ML模型的該一或多個輸出包含(i)一第一預測集合以及(ii)一第一機率集合，各自
對應於該第一預測集合的一預測；並且

該第二ML模型的該一或多個輸出包含(i)一第二預測集合以及(ii)一第二機率集合，各自
對應於該第二預測集合的一預測。

13.   如請求項 9所述之方法，其中該第一ML模型或該第二ML模型的至少一者包含一視覺
轉換器(ViT)。

14.   一種用於半導體缺陷影像索引和檢索的建模的非暫時性機器可讀取儲存媒體，該非暫時
性機器可讀取儲存媒體包含指令，該等指令當由一處理裝置執行時會導致該處理裝置執

行包括下列步驟的操作：

在一資料儲存裝置中儲存複數個特徵向量，該等特徵向量表示對應於各種基板處理缺陷

的先前處理的影像視框；

接收第一影像資料，該第一影像資料包含指示一第一基板處理缺陷的一或多個影像視

框；

確定對應於該第一影像資料的一第一特徵向量；

基於在該第一特徵向量與該複數個特徵向量的一選擇的每一者之間的一接近度來確定該

複數個特徵向量的該選擇；

確定與該第一影像資料不同的第二影像資料，該第二影像資料包含來自該資料儲存裝置

且對應於與該複數個特徵向量的該選擇相關的嵌入資料的一或多個先前處理的影像視

框，其中該第二影像資料指示與該第一基板處理缺陷相符的一或多個額外基板處理缺

陷；以及

基於確定該第二影像資料來執行一動作，其中該動作包含基於將該第一影像資料與該第

二影像資料進行比較來識別該第一基板處理缺陷。

15.   如請求項 14所述之非暫時性機器可讀取儲存媒體，該等操作進一步包含以下步驟：
基於該第二影像資料辨識該第一基板處理缺陷，其中該動作進一步基於該第一基板處理

缺陷的一標識。

16.   如請求項 15所述之非暫時性機器可讀取儲存媒體，該等操作進一步包含以下步驟：
辨識與該第一基板處理缺陷相關聯的一製造製程的一異常實例；以及

導致基於該異常實例執行與製造處理設備相關聯的一校正動作。

17.   如請求項 14所述之非暫時性機器可讀取儲存媒體，該等操作進一步包括以下步驟：
準備該第二影像資料的一或多個影像，以用於在一圖形使用者介面(GUI)上呈現。

18.   如請求項 14所述之非暫時性機器可讀取儲存媒體，該等操作進一步包含：
接收該第一影像資料的一第一影像視框的一第一選擇；以及

藉由基於該第一選擇裁剪或遮蔽該第一影像視框的一區域中的至少一者來產生一第二影

像視框，其中該第一特徵向量使用該第二影像視框來確定。

19.   如請求項 14所述之非暫時性機器可讀取儲存媒體，該等操作進一步包含以下步驟：
從該第一影像資料的一第一影像視框提取文本的一選擇。

確定與該第一影像視框相關聯的一影像縮放因數；以及

基於該影像縮放因數來確定與該第一基板處理缺陷相關聯的一大小，其中該複數個特徵

向量的該選擇進一步使用該大小來確定。

20.   如請求項 14所述之非暫時性機器可讀取儲存媒體，該等操作進一步包含以下步驟：
將該第一影像資料的一第一影像視框分為對應於該第一影像視框的一影像補丁集合；

(3)
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確定對應於該影像補丁集合的每個影像補丁的一內容的一線性嵌入集合；以及

確定對應於該影像補丁集合的該等影像補丁的每一者的一位置的一位置嵌入集合，其中

該第一特徵向量基於該線性嵌入集合及該位置嵌入集合來確定。

圖式簡單說明

本揭示的態樣及實施方式將從下文給出的詳細描述及附圖更全面理解，該等附圖意欲藉

由實例的方式並且不作限制地說明態樣及實施方式。

第 1圖係示出其中本揭示的實施方式可操作的示例系統架構的方塊圖。
第 2圖係示出其中本揭示的實施方式可操作的基板缺陷影像索引及檢索系統的方塊圖。
第 3圖係根據本揭示的態樣的缺陷大小確定系統的方塊圖。
第 4圖係根據本揭示的態樣示出用於訓練機器學習模型以產生輸出的過程的方塊圖。
第 5圖示出了根據本揭示的態樣的用於基板缺陷影像索引及檢索的模型訓練工作流程及

模型應用工作流程。

第 6A圖至第 6B圖示出了根據本揭示的態樣的用於基板缺陷影像索引及檢索的模型架構。
第 7圖描繪了根據本揭示的一些實施方式的用於基板缺陷影像索引及檢索的一個示例方

法的流程圖。

第 8圖描繪了根據本揭示的一或多個態樣操作的示例計算裝置的方塊圖。
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